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　　　（3）企业业务结构及销售网络

　　　　1）企业业务结构

　　　　2）企业销售网络

　　　（4）企业半导体材料业务布局

　　　（5）企业半导体材料战略布局及最新发展动态

　　　（6）企业发展半导体材料业务的优劣势分析

　　6.2.5 福建阿石创新材料股份有限公司

　　　（1）企业发展历程及基本信息

　　　（2）企业经营状况分析

　　　（3）企业业务结构及销售网络

　　　　1）企业业务结构

　　　　2）企业销售网络

　　　（4）企业半导体材料业务布局

　　　（5）企业半导体材料战略布局及最新发展动态

　　　（6）企业发展半导体材料业务的优劣势分析

　　6.2.6 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

　　　（1）企业发展历程及基本信息

　　　（2）企业经营状况分析

　　　（3）企业业务结构及销售网络

　　　　1）企业业务结构

　　　　2）企业销售网络

　　　（4）企业半导体材料业务布局

　　　（5）企业半导体材料战略布局及最新发展动态

　　　（6）企业发展半导体材料业务的优劣势分析

　　6.2.7 湖北鼎龙控股股份有限公司

　　　（1）企业发展历程及基本信息

　　　（2）企业经营状况分析

　　　（3）企业业务结构及销售网络

　　　　1）企业业务结构

半导体材料行业

6



　　　　2）企业销售网络

　　　（4）企业半导体材料业务布局

　　　（5）企业半导体材料战略布局及最新发展动态

　　　（6）企业发展半导体材料业务的优劣势分析

　　6.2.8 安集微电子科技（上海）股份有限公司

　　　（1）企业发展历程及基本信息

　　　（2）企业经营状况分析

　　　（3）企业业务结构及销售网络

　　　　1）企业业务结构

　　　　2）企业销售网络

　　　（4）企业半导体材料战略布局及最新发展动态

　　　（5）企业发展半导体材料业务的优劣势分析

　　6.2.9 江苏雅克科技股份有限公司

　　　（1）企业发展简况分析

　　　（2）企业经营情况分析

　　　（3）企业产品结构分析

　　　（4）企业销售渠道与网络分析

　　　（5）企业经营状况优劣势分析

　　6.2.10 苏州金宏气体股份有限公司

　　　（1）企业发展简况分析

　　　（2）企业经营情况分析

　　　（3）企业产品结构分析

　　　（4）公司气体供应模式分析

　　　（5）企业销售渠道与网络分析

　　　（6）企业经营状况优劣势分析

　　6.2.11 广东华特气体股份有限公司

　　　（1）企业发展简况分析

　　　（2）企业经营情况分析

　　　（3）企业产品结构分析

　　　（4）企业气体供应模式分析

　　　　1）气瓶模式

　　　　2）槽车模式

　　　（5）企业销售渠道与网络分析

　　　（6）企业经营状况优劣势分析

　　6.2.12 广东光华科技股份有限公司

　　　（1）企业发展简况分析

　　　（2）企业经营情况分析

　　　（3）企业产品结构分析

　　　（4）企业销售渠道与网络分析

　　　（5）企业发展优劣势分析

　　6.2.13 江阴江化微电子材料股份有限公司

　　　（1）企业发展简况分析

　　　（2）企业经营情况分析

　　　（3）企业产品结构分析

　　　　1）超净高纯试剂业务

　　　　2）光刻胶配套试剂业务

　　　（4）企业销售渠道与网络分析

　　　（5）企业发展优劣势分析

　　6.2.14 江苏南大光电材料股份有限公司

　　　（1）企业发展简况分析

　　　（2）企业经营情况分析

　　　（3）企业产品结构分析

　　　　1）MO源产品业务

　　　　2）半导体前驱体产品业务

　　　　3）电子特气产品业务

　　　　4）ArF光刻胶

　　　（4）企业销售渠道与网络分析

　　　（5）企业发展优劣势分析

　　6.2.15 宁波江丰电子材料股份有限公司
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　　　（1）企业发展简况分析

　　　（2）企业经营状况分析

　　　（3）企业产品结构分析

　　　（4）企业销售渠道与网络分析

　　　（5）企业发展优劣势分析

　　6.2.16 台湾欣兴电子股份有限公司

　　　（1）企业发展简况分析

　　　（2）企业经营情况分析

　　　（3）企业产品结构分析

　　　（4）企业在大陆投资布局情况

第7章：中国半导体材料行业市场前瞻及投资策略建议
7.1 中国半导体材料行业市场前瞻

　　7.1.1 半导体材料行业生命周期判断

　　7.1.2 半导体材料行业发展潜力评估

　　7.1.3 半导体材料行业前景预测

7.2 中国半导体材料行业投资特性

　　7.2.1 行业进入壁垒分析

　　7.2.2 行业退出壁垒分析

　　7.2.3 行业投资风险预警

7.3 中国半导体材料行业投资价值与投资机会

　　7.3.1 行业投资价值评估

　　7.3.2 行业投资机会分析

7.4 中国半导体材料行业投资策略与可持续发展建议

　　7.4.1 行业投资策略与建议

　　7.4.2 行业可持续发展建议
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